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MEMORIA DESCRIPTIVA 
para solicitar

P A T E  N T  E D E  I N V E N  C I 0 N 
e n

E S P A R  A 
por VEINTE anos

a nomsre de BRITISH BIELBCTRIO RESEARCH LIMITED, entidad 
británica, establecida en Norfolk Hou.se, Norfolk Street, 
Londres, Inglaterra, por:

" UN METODO DE FABRICAR UN ATERI AL 
BIELECTRICO

5

Este invento se refiere a la producción de 
material dieléctrico en forma de hojas delgadas adecuadas 
para su uso en condensadores.

Se han hecho materiales dieléctricos mezclan­
do una sustancia en polvo de alta permitividad (capacidad 
inductiva específica) en un medio formauor de película 
y aplicando este como delgada capa a una superficie y ha—
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ciendo que sea fijado sobre ella para formar una película 
que contiene el polvo dispersado en ella. Tal película tie­
ne una permitividad que depende da las proporciones ¡de los - 
constituyentes y de sus peruitividades respectivas. La es­
tructura incluye usualmente una proporción bastante grande de 
espacios rellenos de gas.

El presente invento crea un método mejorado
de fabricar dichas películas dieléctricas por el cual se ob­
tienen valores relativamente artos ue permitividad y resis­
tencia a la perforación con otras propiedades aceptables y 
condensadores en los cuales el dieléctrico consiste en tales 
películas, lin este Eiétodo mejorado, se prepara una mezcla 
con tales proporciones de material formador de película y 
polvo que en la película, cuando es depositada y seca (si 
es preciso) el polvo forme del 40 a 60% o más del volumen 
de los sólidos de la elícula. La película producida por 
deposición de esta mezcla soore un soporte y fijándola luego 
es sometida a una alta presión y calor simultáneamente, mien­
tras está todavía sobre este soporte o después de naber sido 
desprendida del mismo, -durante la aplicación de presión 
la película es calentada a una temperatura a la cual fluye 
bajo la presión aplicada. La temperatura esta con preferen­
cia dentro de 10° C. por encima y 10° C. por debajo del pun­
to de ablandamiento de la mezcla. Este tratamiento consoli­
da la película y reduce los espacios llenos de gas y produce 
una mejora considerable en el valor de la resistencia a la 
perforación y de la permitividad. El punto de ablandamiento 
es según se determina por el procedimiento de ensayo según
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las normas A.S.T.íI. D.64S-45T según han sido publicadas en 
A.S.T.M. Standards on Piastics, 1.948, pag. 309.

Tales mezclas, cuando se depositan para for­
mar una película, pueden contener a menudo, según se demues­
tra, entre 20 a 30% en volumen de espacios llenos de gas. 
Estos pueden ser reducidos a 10% o menos por alta presión 
combinada con calentamiento a una temperatura a la cual tiene 
lugar un ablandamiento suficiente de la película* Se pre­
fiere eniriar la película a una temperatura por debajo de 
sn temperatura de ablandamiento o por debajo de la tempera­
tura a la cual fluya aajo la presión aplicada airees de ali­
viar la presión.

El material formador de película usado debe 
tener ouenas propiedades eléctricas y ser capaz de ser ablan­
dado por el calor; pueden incorporarse plústificantes si es 
preciso. Debe tener una resistencia a la perforación mayor 
de 100 kv/cm y una resistencia de aislamiento mayor de 10 
ohmios/cm. El valor de sus perdidas dieléctricas no es crí­
tico, pudiendo variar desde una pepueña fracción de 1% a 20% 
o más. Aunque la mayor contribución al valor de la permiti- 
vidad del material compuesto es hecha por el polvo, la del 
material formador de laelícula no es despreciable y 1.a 
elección del material puede hacerse de modo que se obtenga 
un valor de permitividad en la gama superior si esto puede 
hacerse sin sacrificio de otras propiedades, materiales 
adecuados formadores de película son, por ejemplo, el poli- 
vinilformal, el poliviniiacetal, o el acetato de celulosa, 
que pueden estar platií'icados, por ejemplo, con ftalato de



butilo. Se dispone de una gran gama de otros materiales, 
tales cono los esteres y éteres de celulosa y polímeros 
acrílicos y vinílicos.

El polvo tiene una permitividad de 100 o más 
y, con preferencia, de aproximadamente 1.000 o más. Por 
ejemplo, puede ser rutilo, titanato de bario o titanato de 
estroncio, o mezclas de estos materiales, o titanato de ba­
rio con la adición de otros materiales tules como titana- 
tos, estannatos y zirconatos que han sido descritos en pu­
blicaciones como materiales que confieren propiedades desea­
bles al dieléctrico. Al formar la mezcla, como preparación 
para hacer la película, se emplearé usualmente la solución 
o suspensión de los ingredientes, siendo expuls do el medio 
líquido por el calor después de la deposición de la película, 
la película puede ser depositada haciéndola fluir ^ encima 
de la superficie o por inmersión de la superficie en la 
solución y retirándola con lentitud está en un plano sustan­
cial mente vertical.

Los ejemplos siguientes ilustran métodos de 
fabricar películas de acuerdo con el invento y métodos de 
usárteles películas como componentes de condensadores.

E J E M P L O  I.

Se prepara primero una laca de la siguiente
composición:

Acetal de polivinilo, por ejemplo, Alvar 770 
Ftalato de dibutilo

33,3 grs: 
6,7 "



5

10

15

20

25

2 o 4 3 3 6

Metil-etil cetona 60 ¿¿ras.
A partir de esta laca se prepara una sustan­

cia que tenga algunas de las propiedades de la pintura y a 
la que en lo que sigue se h ;ce referencia, en gracia a la 
conveniencia, como "pintura", por molienda en molino de 
bolas de la mezcla siguiente durante 8 horas*

Titanato de bario 62 grs.
Laca 30 "
Alcohol diacetónico. 30 "

El contenido en titanato de bario es de en volumen de
los sólidos de la película seca, preparan muestras recu­
briendo un papel metálico o una hoja de vidrio por inmersión 
en la pintura y retirándola lentamente a velocidad constan­
te, un valor satisfactorio de la cual es el de 0,14- cm. por 
segundo. Se nreoapan recubrimientos por una o más inmer­
siones. -̂ n el áltimo caso, después de la primera inmersión 
la película se seca al aire hasta un estado no pegajoso y 
luego se cuece durante 30 minutos a 90° C. antes de aplicar 
la se¿punda capa. Se usan placas de vidrio cuando se requie­
ren películas no soportadas, rara arrancar la película des­
de el vidrio se hace un corte limpio a lo largo de los bor­
des del recubrimiento seco y la placa recubierta se sumer­
ge en una solución -.óoil de Teepol en agua. La solución 
penetra por debajo del recubrimiento, de modo que puede des­
prenderse fácilmente de su soporte.

Pueden emplearse otros métodos para despren­
der la película de pintura seca, por ejemplo., el -uso de un 
recubrimiento subyacente de gelatina soluble. Con algunas
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fórmulas de pintura, el empleo de placas metálicas fuerte­
mente pulidas como soportes permite que la película sea des­
prendida en seco. Esto puede hacerse tamoién si de usan 
como soportes polietileno o celofán. La producción continua 
de películas de pintura soportadas o no, puede efectuarse 
si se desea. En el caso de película no soportada, la pelí­
cula de pintura puede colarse sobre una correa en movimien­
to, por ejemplo, una correa sin iin, de polietileno o celofán 
empleando una espátula para controlar el espesor de la pelí­
cula.

La resistencia a la perforación de muestras 
preparadas como arriba se ña descrito se mide entre un papel 
metálico unido a un lado de la película y una esfera de la­
tón de 1,25 cm. de diámetro, aplicada al otro lado. El. en­
sayo se ñizo bajo aceite por el método de "corta duración".

Se hacen ensayos de las películas tal como
se producen originalmente y después de someterlas a presión

2de 800 Kgs./ cm a una temperatura de 80° C.
La Tabla siguiente muestra las características 

eléctricas de la película antes y después de la compresión 
estando su grueso después del prensado en la gama de 0,01 a 
0,02 cm.
Antes de la compresién. , Después de la compresión.
Permitividad

K
Resistencia a 
-la perforación 

kv/ cm.

{..... *' tPermitividad! E-esistencia a la 
K i perforación.

! kv/cm.
30 Í 176 36 j 250
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Se prppara una pintura de la composición si­
guiente:

Titanato de bario 93 grs.
Laca 30 "
Alcohol diacetónico. 30 "

La laca tiene la composición mostrada en el Ejemplo 1.
El método de preparar la pintura y las mues­

tras de película es como se ha dado en el Ejemplo 1. Las 
características eléctricas de muestras de película prepara­
das como se ha descrito en el Ejemplo 1 muestran a continua­
ción:

Antes de la compresión j Después de la compresión
Permitividad Resist. a la ! Permitividad Resist. a la

K perforación j 
kv/cm. !

K perforación
kv/cm.

39 145 } 60 230

E J E M P L 0 3.

Se compuso una pintura de la fórmula siguiente,
Titanato de bario 40 grs.

25 Poliviniliormal, p. e. Formvar 1595 4 "
Trlcloroetileno 44 "
Alcohol diacetónico 28 "

Después de disolver el polímero en los disolventes y añadir
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el pisgmento a la solución, la mezcla se. molió en molino de 
bolas durante 8 horas.

Películas hechas a partir de esta pintura se 
comprimieron cuan o estuvieron secas por presión a 840 Kge/ 
cm^ a una temperatura de *anos 140° 0. y se comprobó después 
de este tratamiento que tenían una permitividad de aproxima­
damente 80 y una resistencia a la perforación de aproximada­
mente 800-900 kV/cm. para gruesos de película de aproxima­
damente 3 0 - 4 0  mieras.

E J E  h P L 0 4.

La fórmula de la pintura es como sigue:
Titanato de bario 144 grs.

15 Acetato de caluiosa (calidad 
de viscosidad media o baja) 7 H
Ftalato de dibutilo 7 M
Metil etil cetona 24 W
Alcohol diacetónico 60 M

20 El acetato de celulosa y el ftalato de didutilo se disuel
ven en la metil etil cebona, se añade al alcohol diacetónico 
y el conjuntóse muele en molino de bolas durante 8 ñoras 
con el titanato de bario.

Pueden hacerse condensadores apilando placas 
25 metílicas recuoiertas con esta pintura y prensándolas.

Se obtienen los resultados siguientes con un 
condensador que consiste en 9 placas ue aluminio de Y cm. de 
longitud, midiendo 6 m 2,5 cm. el área recubierta, estando
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SÍH recUOrir una g^trsmídaC G.6 Cada placa. Las placas so

gpĵ 2.gm. juntas con las exrremrdades no reouoiertas sobre&a—
liendo alternadamente a cada lado. La pila se comprime a2120" 0. 5̂ presión de 800 kgs/om durante unos 5 minutos.
Los extremos desnudos se conectaron enare sí de modo que 
cada lado formó un electrodo del condensador.

El espesor medio de las capas dieléctricas 
es de 0,0097 cm. La capacitancia de la pila es de 0,059 mF, 
y se estimó la permitividad de la película de pintura como 
de 54. Un método alternativo ce nacer condensadores es api­
lando placas metódicas recubrertas en amaos lados con esta 
pintura, alternando con placas metálicas sin recubrir yipen 
sándolas.

Un tercer método de nacer los condensadores 
de acuerdo con el invento es alternar papeles con películas 
no soportadas que no han sido sometidas a presión, y someter 
luego el conjunto a calor y presión.

La presente solicitud, que coresponde a la 
presentada en Gran Bretaña, son fecna 12 de Agosto o.e 1951 
bajo el número 1S.250/51, se acoge a los beneficios del ar­
tículo 51 del vigente Estatuto-Ley sobre ¡Propiedad Indus­
trial.

-  ooo 0 ooo -
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Los puntos de invención propia y nueva que 
se presentan para que sean objeto de la presente solicitud 
de Latente de Invención en España, por VEIBTE años, son 
los siguientes:

5 la.- El método de fabricar una hoja delgada
o película dieléctrica que comprende preparar una mezcla de 
un material termopléstico forjador de película que tiene 
buenas propiedades eléctricas y un polvo de alta permitivi- 
dad, depositar esta mezcla sobre un soporte y secarla o de- 

10 jarla que se seque, siendo tal el contenido en polvo que
forme 40% o más en volumen del contenido de sólidos de la 
hoja o película así obtenida, y someter la hoja o película 
mientras está todavía sobre el soporte o después de retirar­
la del soporte, a alta presión y simultáneamente calentarla 

15 a una temperatura a la cual la mezcla fluye bajo la presión
aplicada, con lo cual se obtiene una hoja o película que con­
tiene 10% o menos en volumen de espacios llenos de gas.

2S.- El método de fabricar una hoja delgada 
o película dieléctrica que comprende preparar una mezcla 

20 de un material termoplástico formador de película que tiene
buenas propiedades eléctricas y un polvo de aita permitivi- 
dad, depositar esta mezcla sobre un soporte y secarla o de­
jarla que se seque, siendo tal el contenido en polvo que

- 10 -
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forme 40% o más en volumen del contenido en sólidos de la 
hoja o película así obtenida, y calentar la hoja o película 
mientras está todavía sobre el soporte o despuás de retirar­
la del soporte a una temperatura dentro de 10* C. por encima 
o por debajo de su punto de ablandamiento y someterla simul­
táneamente a una presión suficientemente grande para hacer 
que la mezcla fluya a la temperatura a la cual es calentada.

3S.- El mátodo de fabricar una hoja delgada 
o película dieléctrica que comprende preparar una mezcla de 
un material termoplástico formador de película que tiene 
buenas propiedades eléctricas y un polvo de alta permitividad 
deppsitar esta mezcla sobre un soporte y secarla o dejarla 
que se seque, siendo tal el contenido en polvo que forme 40% 
o más en volumen del contenido en sólidos de la hoja o pelí­
cula asi obtenida, y calentar la hoja o película mientras- 
esté todavía en el soporte o después de retirarla del sopor­
te a una temperatura dentro de 10* C. por encima o por deba­
jo, de su punto de ablandamiento y someterla simultáneamente 
a una presión de unos 800 Kgs./cm o más.

4S.— El método de fabricar un condensador 
eléctrico, que comprende recubrir dos o más placas metálicas 
con una mezcla de un material termoplástico formador de pe­
lícula que tiene buenas propiedades eláctricas y un polvo 
de alta permitividad y secarla o dejarla secar, siendo tal 
el contenido en polvo que forme el 40% o más en volumen del 
contenido en sólidos de la hoja o película así obtenida, 
apilar las placas recubiertas y someter la pila a alta pre­
sión esencialmente en ángulo recto con las superficies recu—
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ciertas y calentarla simultáneamente aúna temperatura a la 
cual la mezcla fluye bajo la presión aplicada con lo cual 
los espacios llenos de gas en las hojas o películas se redu­
cen a 10% en volumen.

5 52.- El método de fabricar un condensador
eléctrico, que comprende formar una película no soportada 
desde una mezcla de material termoplístico fornador de pelí­
cula que tiene buenas propiedades eléctricas y un polvo de 
alta permitividad, secarla o dejarla secar, siendo tal el 

10 contenido en polvo que forme el 40% o más en volumen del
contenido en sólidos de la hoja o película asi obtenida, 
alternar papeles metálicos con esta película y someter luego 
el conjunto a alta presión y oalentarlo simultáneamente a 
una temperatura a la cual la mezcla fluye bajo la presión 

15 aplicada, con lo cual los espacios llenos de gas en las
hojas o películas se reducen a 1(%? en volumen.

62.- El método de fabricar una hoja delgada 
o película dieléctrica, que comprende preparar una mezcla de 
un material termoplástico formador de película que tiene buê  

20 ñas propiedades eléctricas y un polvo de alta permitividad
como solución o dispersión en un medio líquido volátil, depo­
sitar una capa de la solución o suspensión sobre un soporte 
por inmersión de una superficie del soporte en el líquido y 
retirándola lentamente mientras está en un plano sustancial— 

25 mente vertical, evaporar el medio líquido, repetir las ope­
raciones de inmersión y evaporación si es necesario hasta 
que se forme una película gtel grueso requerido, siendo tal 
el contenido en polvo que constituya el 4C%< o más en volumen
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del contenido en solidos de la película, y someter luego la 
película, mientras está todavía sobre el soporte o después 
de retirarla del soporte, a alta presión y calentarla simul­
táneamente a una temperatura a la cual la mezcla fluye bajo 

5 la presién aplicada, con lo cual se obtiene una hoja o pelí­
cula que contiene 10^ o menos en volumen de espacios llenos 
de gas.

72.- El método de fabricar una hoja delgada 
o película dieléctrica, que comprende preparar una mezcla 

10 de material termoplástico formador de película que tiene
buenas propiedades eléctricas y un polvo de alta permitivi- 
dad en proporciones tales que el polvo forme el 40%< o más 
en volumen del contenido en sólidos de la hoja o película 
resultante, como solución o dispersión en un medio líquido 

15 volátil, depositar una capa de la solución o suspensión so­
bre un soporte sumergiendo una superficie del soporte en el 
líquido y Retirándola lentamente mientras está en un plano 
sustancial mente vertical, evaporar el medio líquido, repetir 
las operaciones de inmersión y evaporación si es necesario 

20 hasta que se forme una película del grueso requerido, y ca­
lentar luego la película mientras está todavía sobre el so^ 
porte o después de retirada de él, a una temperatura dentro 
de 10** C* por encima o por debajo de su punto de ablanda­
miento y someterla simultáneamente a una presión de unos 

25 800°Kgs./cm o más.
82.- Un método de fabricar un material

dieléctrico.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que
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antecede y para los fines que se han especificado.
La presente Memoria consta de trece hojas y 

la presente escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid. üOCL W 2P. A.
Aíbeyte de

PorPodef
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